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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開日】令和1年9月12日(2019.9.12)
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【手続補正書】
【提出日】令和3年2月16日(2021.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部を有する基体と、
　前記凹部の開口を塞ぎ、前記凹部を密閉する蓋体と、
　前記凹部内に配置され、第１方向の外力に応じて第１信号を出力する第１素子と前記第
１素子に積層され、第２方向の外力に応じて第２信号を出力する第２素子とで構成されて
なる力検出素子と、
　前記凹部に配置され、前記第１信号を処理する第１回路と、
　前記凹部に配置され、前記第２信号を処理する第２回路と、を備え、
　前記基体の平面視で、前記第１方向において、前記力検出素子は、前記第１回路と前記
第２回路との間に位置していることを特徴とするセンサーデバイス。
【請求項２】
　前記第１回路の配線と前記第１素子とを電気的に接続する第１接続部材と、
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　前記第２回路の配線と前記第２素子とを電気的に接続する第２接続部材と、を備え、
　前記基体の平面視で、前記第２方向は前記第１方向に直交する方向であり、
　前記第１接続部材および前記第２接続部材が前記第２方向に並んで配置されている請求
項１に記載のセンサーデバイス。
【請求項３】
　前記第１回路の配線と前記第１素子とを電気的に接続する第１接続部材と、
　前記第２回路の配線と前記第２素子とを電気的に接続する第２接続部材と、を備え、
　前記基体の平面視で、前記第２方向は前記第１方向に直交する方向であり、
　前記第１素子は、第１圧電素子であり、
　前記第２素子は、第２圧電素子であり、
　前記基体の平面視で、前記第１回路および前記第２回路は、前記力検出素子の中心を通
り、前記第２方向に平行な直線に対して線対称の位置に配置されており、
　前記基体の平面視で、前記第１接続部材および前記第２接続部材は、前記力検出素子の
前記第１方向に平行な第１辺に位置している請求項１に記載のセンサーデバイス。
【請求項４】
　前記第１回路の配線と前記第１素子とを電気的に接続する第１接続部材と、
　前記第２回路の配線と前記第２素子とを電気的に接続する第２接続部材と、を備え、
　前記第１素子は、第１圧電素子であり、
　前記第２素子は、第２圧電素子であり、
　前記基体の平面視で、前記第１回路および前記第２回路は、前記力検出素子の中心に対
して、点対称の位置に配置されており、
　前記基体の平面視で、前記第１接続部材は、前記力検出素子の前記第１方向に平行な第
１辺に位置し、
　前記基体の平面視で、前記第２接続部材は、前記力検出素子の前記第１方向に平行な第
２辺に位置している請求項１に記載のセンサーデバイス。
【請求項５】
　前記第１素子は、前記第１信号として第１電荷を出力し、
　前記第２素子は、前記第２信号として第２電荷を出力し、
　前記第１回路は、前記第１電荷を電圧に変換する回路であり、
　前記第２回路は、前記第２電荷を電圧に変換する回路である請求項３または４に記載の
センサーデバイス。
【請求項６】
　前記第１回路は、前記第１電荷が入力される抵抗または前記第１電荷を蓄積する蓄電部
または前記第１電荷による電圧を増幅する増幅器を含み、
　前記第２回路は、前記第２電荷が入力される抵抗または前記第２電荷を蓄積する蓄電部
または前記第２電荷による電圧を増幅する増幅器を含む請求項５に記載のセンサーデバイ
ス。
【請求項７】
　前記第１圧電素子および前記第２圧電素子は、水晶を含む請求項３ないし６のいずれか
１項に記載のセンサーデバイス。
【請求項８】
　第１基板と、
　第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板とで挟持される請求項１ないし８のいずれか１項に記載の
センサーデバイスと、
　前記第１基板と前記第２基板とを締結するボルトと、を備えることを特徴とする力検出
装置。
【請求項９】
　基台と、
　前記基台に接続されるアームと、
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　請求項８に記載の力検出装置と、を備えることを特徴とするロボット。
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